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AUTOMATISIERTE VAKUUMLOTANLAGE
VVBM200




Die automatisierte Vakuumlétanlage VWBM200 (Vertical Vacuum Brazing Machine)

24/7 einsatzbereit und nutzbar: Zum Léten von Hartmetall-,
Kermik- und Diamantwerkzeugen besteht die VWBM200 aus
einer vertikalen Vakuuamkammer mit einer Pfeiffer Vacuum
Turbopumpe inkl. SPS-Ablaufsteuerung zur prézisen Tempera-
turregelung der Anlage, bereit fiir Industrie 4.0.

Die Anlage kann zum zuverldssigen Loten von Chargen genutzt
werden, ist leicht zu bedienen und der Prozess selbst wird
verldsslich mittels einer 3-Zonen Regelung der IEW eigenen
SPS gesteuert.

Die Vakuumkammer der VWBM200 haben wir als Quarzglas
ausgefiihrt. Dies verhindert eine Kontaminierung der Anlage
wahrend des Lotprozesses mit metallischen Ausgasungen und
optimiert somit die Lotqualitat.
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Vakuumlétanlage VVBM200
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Prozessoberflache

Resume-Funktion

Die VVBM-Serie verfiigt {iber eine innovative Resume-Funktion,
die unterbrochene Prozesse (z. B. bei Stromausfall) exakt an
der Fehlerstelle fortsetzt. Dies reduziert Ausschuss, verkiirzt
Stillstandzeiten und gewahrleistet reproduzierbare Ergebnisse.

Schnellzyklus

Mit einem vollstdandig integrierten Schnellzyklus von ca.
45 Minuten ermdglicht die VVBM-Serie eine durchgdngige
Taktzeitoptimierung - von der Bestiickung bis zur Entnahme
fertiger Werkzeuge. Die Gesamtenergiekosten belaufen sich
dabei auf nur ca. 4€ pro Zyklus.

Technische Daten VVBM200

Arbeitsbereich: bis zu D 180 mm x L 350 mm
Max. Vakuum: 10° mbar

Max. Temperatur: ca. 950 °C

GroRe: 1885 x 943 x 1831 mm
Gewicht: 750kg

Netzanschluss: 3 x 400V/N + PE 40A 50Hz
Leistungsaufnahme: max. 28kW

Heizleistung: 24kwW

Druckluftanschluss: 3-6 bar

Vakuumkammer: D 188 mm x L 550 mm
Kiihlung: Kiihlwasser

Einschaltzeit: [Gtbereit binnen 5 Minuten

Loten ist ein thermisches Verfahren zum stoffschliissigen Fii-
gen von gleich- oder verschiedenartigen Werkstoffen. Dabei ist
die Vakuumlottechnik im Hinblick auf hoherfeste Verbindun-
gen bei schwer zu benetzenden Werkstoffen wie beispielsweise
Wolframkarbid, Keramik oder Diamantwerkstoffen wie Solid PKD,
MKD, CVD, usw. das ideale Lotverfahren. Da keinerlei brennba-
re Gase oder Flussmittel zum Einsatz kommen, handelt es sich
um ein sehr sauberes und umweltfreundliches Verfahren, der
Stromverbrauch der Anlage kann problemlos am Display abge-
lesen werden.

Selbstverstandlich ist das Vakuumlotverfahren im Hinblick
auf den Lotprozess an sich eine gréfiere Herausforderung als

1.

Reinigen der Bauteile
z.B.im Ultraschallbad

Lotpaste oder Folienlot
applizieren

3.

Platzieren der zu fiigenden
Schneide(n) am Werkzeug

Trocknen im Vortrocknungsofen
fiir 30-60 Minuten bei 100 °C

6.

Entnahme und Kontrolle
der geloteten Bauteile

Schnellzyklus

ca. 45 Minuten
Normale Prozessdauer
ca. 3 Stunden

beispielsweise das Léten mit einer Gasflamme, der Prozess inkl.
eingesetztem Lotzusatzwerkstoff muss fiir jeden Grundwerkstoff
individuell ausgewahlt und mit verschiedenen Lotparametern
(Rampe, Haltezeit, Kiihlrampe, etc.) durchgefiihrt werden.

Durch eine vertikale Anordnung des Quarzglases als Vakuumkammer
haben wir von IEW die Maglichkeit geschaffen, mehrere Ebenen mit
Bauteilen zu bestiicken oder lange Bauteile stehend innerhalb des
Quarzglases zu platzieren. Fiir die optimale Temperaturverteilung
haben wir einen unabhdngig voneinander regulierbaren 3-Zonen
Vakuumofen konstruiert. Temperaturunterschiede von <10 °C sind
hiermit mdglich. Zusatzlich verfiigt die Anlage iiber eine Partial-
druckregelung zur Vermeidung von Silberausgasungen und eine
optionale Stickstoffkiihlung zur Reduktion der Gesamtprozesszeit.

Der thermische Verzug der zu l6tenden Bauteile kann mittels der
spezifisch einstellbaren Temperaturrampen soweit wie mdglich mi-
nimiert werden, nichtsdestoweniger ist in Abh@ngigkeit der Bau-
teilgrélRe dringend auf eine ideale Temperaturfiihrung zu achten.
Nachdem die optimalen Einstellungen fiir eine Bauteilgruppe gefun-
denwurden, l@sst sich der Vakuumltprozess absolut prozesssicher
und reproduzierbar abbilden.

Auch verschiedene Produkte kdnnen innerhalb eines Lotzyklus
verarbeitet werden, jedoch ist dabei auf eine dhnliche Bauteilgro-
Re zu achten, sonst kann es zu unzureichenden Lotergebnissen
kommen.

ca. Ausbringungsmenge

Wendeschneidplatten: 3

500 Stiick/Zyklus

2000 Stiick/Schicht

6000 Stiick/Tag ‘ q
Rundschneider: _

50-360 Stiick/Zyklus
200-1080 Stiick/Schicht
600-3240 Stiick/Tag
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